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【57】申請專利範圍
1.　一種用於判定一指派規則而用以重建晶圓上之半導體元件的位置之方法，該指派規則將
來自第二變數之一第二集合的第二變數指派至來自第一變數之一第一集合的複數個第一

變數，該方法包含以下步驟：

初始化（S21a）該指派規則並提供（S21a）該第一集合及該第二集合，其中該第一集合
相比於該第二集合含有較多變數；

隨機地選擇（S21b）第一變數之一數目，其中所選擇之第一變數之該數目至少等於該第
一集合具有之變數比該第二集合具有之變數多出的數目；

重複步驟 a）至 d）之執行：
a）訓練（S23）一機器學習系統，使得該機器學習系統依據沒有該些所選擇之第一變數
的該第一集合之該些第一變數，判定根據該指派規則指派之該些第二變數；

b）計算（S24）一成本矩陣，其中成本矩陣項目依據該第一集合之該些第一變數及該第
二集合之該些第二變數，特性化該機器學習系統之之預測之間的距離；

c）基於該成本矩陣而最佳化（S25）該指派規則，使得根據該指派規則的該些第一變數
至該些第二變數之該指派，基於該成本矩陣中之該些項目而產生最小總成本；及

d）選擇（S26）根據該經最佳化指派規則未指派至該些第二變數中之一者的該些第一變
數。

2.　如請求項 1之方法，其中該指派規則之該最佳化（S25）係藉助於一匈牙利演算法或一
貪婪實施方案而執行。
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3.　如請求項 2之方法，其中該成本矩陣之行及列之一數目等於該些第一變數及該些第二變
數之該數目，其中當判定（S24）該成本矩陣時，分別判定用於全部第一變數之該機器學
習系統之該些預測、至用於全部第二變數之該機器學習系統之該些預測之間的該些距離。

4.　如請求項 1至 3中任一項之方法，其中該機器學習系統為一回歸模型（53），其依據該
些第一變數及該回歸模型（53）之參數而判定該些第二變數。

5.　如請求項 1至 3中任一項之方法，其中該些第一變數及該些第二變數在產品根據不同生
產過程步驟之生產期間特性化該些產品，其中該指派規則特性化該第一集合及該第二集

合之哪些該些變數特性化一相同產品，其中該隨機選擇（S21b）中之隨機選擇之第一變
數、或該選擇（S26）中之所選擇之第一變數的數目對應於生產中之一良率損失。

6.　如請求項 1至 3中任一項之方法，其中該些第一變數為該晶圓上之半導體元件部件的第
一測試結果，且該些第二變數為在該些半導體元件部件已自該晶圓中被切掉之後的該些

半導體元件部件之第二測試結果，其中該指派規則特性化哪些第一測試結果及第二測試

結果源自同一半導體元件部件。

7.　如請求項 6之方法，其中該些第一測試結果為晶圓級測試結果且該些第二測試結果為最
終測試結果。

8.　如請求項 1至 3中任一項之方法，其中該些半導體元件部件係在複數個不同晶圓上生
產。

9.　如請求項 6之方法，其中該指派規則用以判定哪一第二測試結果屬於哪一第一測試結
果，且接著取決於該相關聯之第一測試結果，判定該半導體器件配置於一晶圓內之哪一

位置處、及不存在第二測試結果之該些半導體器件配置於哪一位置處。

10.   如請求項 6之方法，其中該些半導體元件部件為功率MOSFET。
11.   一種裝置（30），其經組態以執行如請求項 1至 10中任一項之方法。
12.   一種電腦程式產品，其包含在由一電腦執行該程式期間使該電腦執行如請求項 1至 10中

任一項之方法的命令。

13.   一種機器可讀取儲存媒體，其上儲存有如請求項 12之電腦程式產品。
圖式簡單說明

在下文中，參考隨附圖式更詳細地描述例示性具體實例。在圖式中：

[圖 1]展示封裝過程之示意圖；
[圖 2]展示本發明之流程圖之例示性具體實例；
[圖 3]展示訓練裝置之示意圖。
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